
特
集

18 エレクトロニクス実装学会誌　Vol. 19 No. 1 (2016)

1. はじめに

　エレクトロニクスのシステムは，製造・検査・使用環境
からの物理・化学的作用による負荷（ストレス）を受け，
その構成要素は，設計条件や使用形態によっては破損する
恐れがある。社会インフラ機器や車載向けの電子機器・デ
バイスの市場不良問題など，安全と安心を脅かし社会的損
失をもたらす可能性があるだけではなく，メーカへの信頼
を失墜させる経済的にも重大な問題である。製造物責任の
追及により，製品に不合理な危険な欠陥が存在し，その欠
陥によって被害が発生した場合には，損害賠償責任が発生
する。最近では，不合理な欠陥でなくても，製品が原因で
被害が発生すれば，損害賠償責任が生じるという結果責任
へ変遷しつつある。リコールや修理費用などの対処や，訴
訟対応などに多額の費用 1),2)を要する場合もあり，経営リ
スクになる恐れもある。
　複数の要因が重なって稀な事象として発生する信頼性の
問題や，検証試験に長い年月や多くのサンプル数を要する
ような不良現象メカニズムの解明が困難な問題，あるいは
業界として対処の方策を取り組むべき信頼性問題について
は，一企業のみでは対処しきれない場合もある。このよう
な問題に対して，大学などの研究機関や各企業が連携し
て，情報共有や対策を行うことは意義がある。本学会の信
頼性解析技術委員会は，技術的な観点から，最新動向を紹
介するとともに，学術的な検討が必要な課題については，
研究会を設置して調査や研究活動を進めている。現在，当
技術委員会ではエレクトロケミカルマイグレーション
(ECM: Electro Chemical Migration)の発生メカニズム解明と
抑制技術に関する議論および評価手法の規格化を目的とし
た ECM研究会を組織している。
　本報では，国内外のエレクトロニクス実装の信頼性解析
技術に関する取り組みの動向の一端を紹介するとともに，
パワー半導体モジュールなどの社会インフラ機器や産業用
機器で用いられる半導体モジュールを中心として，信頼性
向上に向けた課題について述べる。

2. 信頼性解析技術の取り組み動向

　国内外のエレクトロニクス実装の信頼性技術に関する学
会活動，コンソーシアム，プロジェクトなどの主な取り組
みについて紹介する。
　日本機械学会　研究分科会「RC265：高密度エレクトロ
ニクス実装における信頼性評価と熱制御に関する研究分科
会」3)では，大学や公的研究機関の研究者と各企業の技術者
が協力して，エレクトロニクスの実装信頼性の解析・評価
技術に関する研究が行われている。はんだ接合部やマイク
ロ接合部の疲労寿命や耐衝撃性に関する信頼性評価・設計
法，実装構造のひずみ計測技術や非破壊計測技術の研究が
進められている。この中で，鉛フリーはんだ接合部におけ
る結晶構造の異方性が疲労特性に及ぼす影響の評価手法，
実装プロセスにおけるはんだ材料の凝固プロセスの解明，
およびデバイス電気特性の応力の影響に関する評価手法も
検討されている。
　材料学会　高温強度部門委員会　はんだ強度評価法ワー
キンググループ 4)では，小型サイズ試験片を用いたはんだ
強度評価法の確立を目指しており，銅電極とはんだ接合材
の強度評価法や，Sn-Ag-Cu系を含む 15種類のはんだ材料
の引張，クリープ，低サイクル疲労，クリープ疲労，き裂
進展特性のデータベースづくりが進められている。
　溶接学会　マイクロ接合研究委員会主催のMATE (Micro-
joining and Assembly Technology in Electronics)シンポジウム
や，当学会主催のマイクロエレクトロニクスシンポジウム 
(MES)とエレクトロニクス実装学会講演大会でも，実装信
頼性評価・解析技術について活発に議論が行われている。
　よこはま高度実装技術コンソーシアム 5)では，産学公の
連携のもと，エレクトロニクスの高度実装技術や信頼性解
析・評価技術に関するニーズとシーズの交流の場が提供さ
れ，技術問題の解決や企業間の共同研究開発の促進が行わ
れている。
　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（以降NEDO）でも，エレクトロニクス実装の信頼性に関わ
る取り組みが，産学連携のもと進められている。
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